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(57) Abstract

A device (70), particularly a
transponder, including an electronic
assembly (34) and a coating consist-
ing of a shell (20) defining a recess
(66), and a solidified binder (64) in
which the electronic assembly (34) is
embedded. The housing (20) has an
opening (26) originally used to insert
the electronic assembly (34) and the
binder (64) during the manufacture of
the device (70). The outer surface
(72) of the device (70) in the region of
the opening (26) consists of the solidi-
fied binder (64). The above-described
device is manufactured using a reser-
voir for filling the recess (66) with the
binder (64) and recovering the excess
binder, said excess binder and said
reservoir being separated from the de-
vice once the binder (64) has at least partially solidified.

(57) Abrégé

Dispositif (70), notamment un répondeur, comprenant un ensemble €lectronique (34) et un enrobage formé par une enveloppe (20),
définissant une poche (66), et par un liant solidifié (64) dans lequel est noyé I’ensemble électronique (34). L’enveloppe (20) présente une
ouverture (26) ayant servi a I’introduction de ’ensemble électronique (34) et du liant (64) lors de la fabrication du dispositif (70). La surface
externe (72) du dispositif (70) dans la région de 1’ouverture (26) est formée par le liant (64) solidifié. Pour la fabrication du dispositif tel
que décrit ci-dessus, il est prévu d’avoir recours A un réservoir servant au remplissage de la poche (66) par le liant (64) et 2 la récupération
d’un surplus de liant apporté, ce surplus de liant et le réservoir étant séparés du dispositif aprés que le liant (64) soit au moins particllement
solidifi€.
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REPONDEUR DE PETITES DIMENSIONS ET PROCEDE
DE FABRICATION DE TELS REPONDEURS

La présente invention concerne un répondeur de
petites dimensions. On nomme répondeur (en anglais
*transponder”) un module électronique fonctionnant comme
récepteur - émetteur. En général, un répondeur est agencé
pour fournir un signal d'identification en réponse a un
signal d‘'excitation regu, lequel fournit 1'énergie
nécessaire pour permettre au répondeur d’'engendrer 1le
signal d'identification.

Plusieurs répondeurs de petites dimensions sont
connus de l'art antérieur. Dans le document US 5 025 550,
le répondeur décrit est formé d'une bobine reliée
électriquement & un circuit électronique, cet ensemble
étant disposé & 1l1l'intérieur d'un boitier en verre
enveloppant intégralement l'ensemble électronique.

Dans le document US 5 235 326, il est décritc
également un répondeur formé par un ensemble électronique
comprenant un circuit intégré relié a une bobine, cet
ensemble étant situé a 1l'intérieur d'un boitier fermé
enveloppant intégralement 1'ensemble électronique. Pour
assurer la stabilité de 1l'ensemble électronique, il est
prévu un liant & 1l'intérieur de ce boitier.

Un dispositif similaire est également décrit dans le
brevet US 4 992 794 ou le boitier est fermé par un
bouchon. Une telle solution est aussi proposée dans la
demande internationale de brevet WO 92/15105. Ce dernier
document propose en outre d'autres modes de réalisation
pour 1l'enrobage de 1l'ensemble électronique du répondeur.
11 est notamment prévu un simple surmoulage de 1'ensemble
électronique ou de disposer l'ensemble électronique entre
deux feuilles de plastigue thermosoudées.

Finalement, un répondeur de méme type est décrit dans
la demande internationale de brevet WO 92/22827. Divers
modes de réalisation du répondeur sont proposés dans ce

document. Selon un mode de réalisation particulier (figure
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4 de ce document), il est prévu d'introduire l'ensemble
électronique, formé de la bobine reliée électriquement a
un circuit électronigue, & 1l'intérieur d‘un tube
comprenant dans sa partie supérieure—et a l'intérieur de
ce tube un anneau en matériau fusible. Cet anneau est
fondu de maniére a fermer 1l'ouverture d'introduction de
1'ensemble électronique pour former le répondeur.

Tous les répondeurs décrits ci-avant présentent un
inconvénient majeur étant donné que 1'enrobage de
1'ensemble électronique prévu nécessite un procédé de
fabrication relativement complexe qui augmente le cofit du
répondeur.

De plus, dans tous les répondeurs décrits dans les
divers documents cités ci-avant, il est tres difficile
d'assurer un remplissage total de l'enveloppe externe
définissant un boitier fermé entourant intégralement
1'ensemble électronique prévu & 1l'intérieur de ce boitier.

La présente invention se propose de pallier les
inconvénients des répondeurs de l'art antérieur décrit ci
avant. A cet effet, un but de l'invention est de fournir
un dispositif électronique, notamment un répondeur, bon
marché dans lequel 1la protection de 1'ensemble
électronique est parfaitement assurée.

Un autre but de la présente invention est de fournir
un procédé de fabrication de dispositifs électroniques,
notamment de répondeurs, permettant de les fabriquer de
maniére industrielle pour un faible colt de production.

L'invention a donc pour premier objet un dispositif
comprenant un ensemble électronique et un enrobage
protégeant cet ensemble électronique. Ce dispositif est
caractérisé en ce que l'enrobage est formé par une
enveloppe externe, définissant une poche et présentant une
ouverture, et un liant solidifié remplissant entiérement
1'enveloppe et formant une surface externe du dispositif
dans la région définie par ladite ouverture, 1l'ensemble
électronique étant noyé dans le liant.

Gridce aux caractéristiques particulieres du

dispositif selon 1l'invention, 1l'ensemble électronique est
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correctement protégé par une enveloppe ouverte, c'est-a-
dire présentant une ouverture par laquelle l'ensemble
électronique et le liant ont pu étre introduits, et par le
liant de remplissage dans lequel l'ensemble électronique
est noyé..Un tel dispositif se distingue de 1l'art
antérieur décrit ci-avant en ce que l'enveloppe externe
n'est pas entiérement fermée, ce qui évite au moins une
opération lors du procédé de fabrication de ce dispositif.
De plus, étant donné que le liant forme 1lui-méme une
surface externe du dispositif, il est aisé d'assurer un
remplissage intégral de l'enveloppe, ce qui rend le
dispositif compact et résistant. Ensuite, 1'ensemble
électronique est complétement enrobé par le liant, ce qui
assure un positionnement stable et une protection totale.

L'invention a également pour objet un procédé de
fabrication d'un dispositif électronique, caractérisé en
ce qu'il comprend les étapes suivantes :

- apport d'une enveloppe, définissant une poche,
ayant une ouverture supérieure,

- apport d‘'un réservoir disposé au-dessus de ladite
enveloppe, ce réservoir communiquant avec la poche par
1'ouverture supérieure et ayant au moins une ouverture de
remplissage,

- apport d'un liant sous forme liquide dans le
réservoir,

- apport d'un ensemble électronique dans la poche
par l'ouverture supérieure prévue dans l'‘'enveloppe,

- remplissage intégral de la poche par le liant,

- durcissement du liant apporté,

- séparation du dispositif électronique, formé par
1l'enveloppe et l'ensemble électronique noyé dans le liant
solidifié, du réservoir.

Le procédé selon l'invention décrit ci-avant présente
plusieurs avantages. Notamment, la présence du réservoir
permet d'apporter le liant en quantité supérieure au liant
nécessaire pour former le dispositif électronique selon
l1'invention. On élimine ainsi la question délicate du
dosage du liant, tout en assurant un remplissage intégral
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de la poche définie par 1'enveloppe du dispositif
électronique.

Dans le cas ou l'ouverture supérieure de 1l'enveloppe
est relativement faible, le réservoir peut jouer un rdle
d'entonnoir permettant ainsi un remplissage aisé de la
poche. Ce remplissage nécessiterait un équipement complexe
et colteux sans la présence dudit réservoir. Selon un mode
de réalisation particulier de 1l'invention, le réservoir
est venu de matidére avec l'enveloppe. De ce fait, le
réservoir et l'enveloppe apportés initialement forment une
seule piéce d'une méme matiére. Dans un tel cas, la
séparation finale du dispositif électronique d‘'avec le
réservoir peut &tre opérée par usinage, par exemple par un
simple sectionnement, & l'aide d'une lame ou 4 l'aide d'un
rayon laser, au niveau de 1l'ouverture supérieure de
1'enveloppe du dispositif électronique.

Selon un mode de mise en oeuvre préféré, il est prévu
d'associer plusieurs enveloppes a un réservoir commun,
chacune de ces enveloppes présentant une ouverture
supérieure débouchant sur ce réservoir commun. De ce fait,
il est possible d'assurer le remplissage de plusieurs
enveloppes par un apport unique de liant dans le réservoir
commun. Cette étape sera avantageusement réalisée par le
dépdt d'un fil de liant obturant les ouvertures de
plusieurs enveloppes.

D'autres caractéristiques et avantages de 1l'invention
seront mieux décrits a l'aide de la description suivante,
faite en référence aux dessins annexés dans lesquels

- la figure 1 représente schématiquement une coupe
longitudinale d'un premier mode de réalisation d'un
répondeur selon 1l'invention;

- la figure 2 représente un ensemble d'enveloppes
associées a un réservoir commun pour une mise en oeuvre du
procédé de fabrication de répondeurs selon l'invention;

- la figure 3 représente plusieurs ensembles
électroniques reliés a un support commun pour ladite mise

en oeuvre du procédé selon 1'invention;
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- les figures 4 et 5 représentent schématiquement,
selon une représentation en coupe, deux états successifs
survenant lors de ladite mise en oeuvre du procédé selon
1‘invention (1'ensemble électronique n'a pas été coupé);

- la figure 6 représente un deuxiéme mode de
réalisation d'un répondeur obtenu par le procédé de
fabrication décrit A 1l'aide des figures 2 & 5.

Sur la figure 1 est représenté un premier mode de
réalisation d'un répondeur selon l'invention. Sur cette
figure 1, le répondeur 2 est représenté selon une coupe
longitudinale. Il comprend un ensemble électronique 3
formé d'un circuit intégré 4 relié électriquement a une
bobine 6 enroulée autour d'un noyau 8. L'ensemble
électronique 3 est incorporé dans un enrobage formé par un
liant 10 dans lequel il est noyé et par une enveloppe 12
qui définit une paroi externe du répondeur 2.

Selon 1'invention, il est prévu que 1l'enveloppe 12
n'enveloppe pas intégralement 1'ensemble électronique 3.
En effet, l'enveloppe 12 présente une ouverture 14 par
laquelle l'ensemble électronique 3 et le liant 10 ont été
introduits dans cette enveloppe. L'enveloppe 12 définit
ainsi une poche ouverte, entiérement remplie par le liant
10 et l'ensemble électronique 3. On remarquera que, selon
1'invention, une surface externe 16 du répondeur 2 est
formée par le liant 10 lui-méme. L'enveloppe 12 posséde un
axe de révolution X-X et la surface externe 16 peut étre
plane, bombée ou légérement creuse.

Lors de la fabrication du répondeur 2, on veillera a
ce gque 1l'ensemble électronique 3 soit entiérement
recouvert par le liant 10 dans la région de 1'ouverture
14. Si aprés remplissage de l'enveloppe 12 par le liant 10
et aprés durcissement de ce liant, la partie de
1l'enveloppe 12 située dans la région de l'ouverture 14
n'est pas entiérement et correctement remplie par le liant
10, ou si la surface 16 formée par le liant présente des
bossages et irrégularités formant des saillies vives, il
est possible d'avoir recours 4 un appareil servant a

lisser les surfaces externes de tels objets qui est connu
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de l'homme du métier. Dans le langage professionnel, on
parle d'un adoucissage au tonneau rotatif.

A l'aide des figures 2 & 5, on décrira ci-apreés un
mode de mise en oeuvre particuliérement avantageux d'un
procédé de fabrication de dispositifs électroniques selon
1'invention.

Dans le mode de mise en oeuvre susmentionné, il est
prévu d'apporter au moins une enveloppe 20, définissant
une poche, avec une ouverture supérieure 26, et un
réservoir 28 disposé au-dessus de l'enveloppe 20. Le
réservoir 28 comprend un trou inférieur correspondant  a
1'ouverture supérieure 26 de l'enveloppe 20. Ensuite, le
réservoir 28 est ouvert dans sa partie supérieure pour
permettre l'apport d'un liant dans ce réservoir. On
remarquera que, de maniére particuliérement avantageuse,
le réservoir 28 est associé a plusieurs enveloppes 20,
20A, 20B et 20C présentant chacune une ouverture
supérieure 26, 26A, 26B et 26C par laquelle les poches
définies par ces enveloppes communiguent avec le réservoir
commun 28. Seules quatre enveloppes ont été représentées a
la figure 2, mais ceci n'est nullement limitatif. En
effet, il est sans autre possible de prévoir un réservoir
associé a un nombre quelconque d'enveloppes. A titre
d'exemples, le diamétre de l'ouvertire 26 est compris
entre deux et trois millimétres, alors que les dimensions
principales de la surface définie par le bord 30 de
1‘ouverture supérieure du réservoir 28 sont supérieures,
la largeur ayant environ 5 a 6 mm et la longueur pouvant
atteindre plusieurs centimétres suivant le nombre
d'enveloppes prévues.

Lorsque les dimensions principales de 1l'ouverture 26
sont relativement petites, notamment inférieures a 5 mm,
le réservoir 28, joue également le rdle d'entonnoir pour
le liant apporté. En effet, le liant apporté dans le
réservoir 28, lors d'une étape du procédé décrit ici, est
formé par un liquide visqueux. Etant donné la viscosité du
liant apporté, les gouttes déposées ou la masse de liant

déposée dans le réservoir 28 présentent des dimensions
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supérieures aux dimensions des ouvertures supérieures des
enveloppes, notamment de la moindre dimension principale
de ces ouvertures.

Lorsque les ouvertures 26, 26A, 26B et 26C sont de
petites dimensions, le 1liant, apporté sous forme de
liquide visqueux dans la région définies par chacune de
ces ouvertures, pénétre dans les poches définies par les
enveloppes' 20, 20A, 20B et 20C. Le réservoir 28 a
effectivement une fonction de réservoir de liant durant
1'intervalle de temps nécessaire au remplissage desdites
poches.

Suite & ce qui vient d'étre mentionné ci-dessus, on
remarquera donc que le réservoir 28 joue premiérement un
réle de réservoir pour le liant apporté sous forme de
liquide visqueux et deuxiémement d'entonnoir pour le
remplissage des poches définies par les enveloppes
apportées avec le réservoir 28. Ces deux fonctions sont
particuliérement nécessaires et avantageuses pour la
fabrication de dispositifs électroniques, notamment de
répondeurs, de petites dimensions.

On remarquera que les enveloppes 20, 20A, 20B et 20C
sont venues de matiére avec le réservoir 28. Le réservoir
28 et les enveloppes 20, 20A, 20B et 20C forment donc une
seule piéce d'une méme matiére. Toutefois, dans une
variante de mise en oeuvre, il est possible de prévoir que
le réservoir 28 soit matériellement séparé des enveloppes
apportées.

Sur la figure 3 sont représentés plusieurs ensembles
électroniques 34, 34A, 34B formés chacun par un substrat
36, 36, 36B sur lequel est agencée une bobine 38, 383,
38B enroulée sur un noyau 40, 40A, 40B. Chaque bobine est
reliée électriquement & un circuit intégré 42, 42A et 42B.
A titre d'exemple, chague ensemble électronique 34, 34A et
348 définit un dispositif électronique d'identification de
personnes ou d'objets.

L'ensemble des substrats 36, 36A et 36B sont reliés a
un support commun 44, lequel présente des trous de

positionnement 46. Les ensembles électroniques 34, 342 et
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34B sont disposés réguliérement le long du support 44, la
distance 50 entre deux ensembles électroniques étant égale
a4 la distance 48 séparant deux enveloppes voisines. Ainsi,
selon 1'invention, il est prévu d'apporter une pluralité
d'ensembles électroniques reliés & un support commun, le
nombre de ces ensembles électroniques apportés
correspondant au nombre d'enveloppes apportées. De ce
fait, il est aisément possible d'introduire simultanément
la pluralité d'ensembles électroniques dans la pluralité
d'enveloppes correspondantes. Ainsi, une fois le liant
apporté dans le réservoir 28, les ensembles électroniques
sont apportés et introduits simultanément dans les poches
définies par les enveloppes au moins partiellement
remplies de liant, comme cela est représenté a la figure
4. Sur cette figure 4, l'enveloppe 20 et le réservoir 28
sont représentés en coupe, l'enveloppe 20 étant coupée
longitudinalement alors gque le réservoir 28 est -coupé
transversalement.

Par la suite, on se référera aux figures 4 et 5 pour
la description du mode de mise en oeuvre du procédé selon
1l'invention décrit ici.

Un trou 54 est prévu dans la région inférieure de
1'enveloppe 20. De plus, le trou 54 débouche sur un
évidement externe 56 formé dans le fond 58 de l'enveloppe
20. Le trou 54 a une fonction d'orifice pour 1l'échappement
de 1l'air lors de l'introduction du liant dans l'enveloppe
20. L'évidement 56 est prévu pour récupérer du liant
pouvant s'écouler par le trou 54 lors du remplissage de
1'enveloppe 20. Cependant, afin de limiter la quantité de
liant pouvant s'échapper par le trou 54, -il est prévu,
dans une variante avantageuse du mode de mise en oeuvre
décrit ici, de mettre en appui le fond 58 contre une
surface de travail 60 lors de l'introduction de 1l'ensemble
électronique 34, comme cela est représenté a la figure 4.
A titre d'exemple, la surface 60 forme 1l1la surface
supérieure d'un bloc 62 en silicone. Ainsi, le liant 64

remplit entiérement 1'enveloppe 20 lors de l'introduction
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de 1'ensemble électronique 34, comme cela est représenté a
la figure 5.

Une fois 1l'ensemble électronique 34 complétement
introduit dans la poche 56 définie par 1l'enveloppe 20, un
surplus de liant apporté est récolté par le réservoir 28.
Le réservoir 28 a donc une troisiéme fonction, & savoir
celle de récupérer un surplus de liant apporté, ce qui
permet de garantir un remplissage intégral de la poche 66
par le liant 64 sans devoir garantir un dosage trés précis
lors de l‘'apport du liant. _

Ensuite, le liant 64 se solidifie pour former une
masse compacte dans laquelle est noyé 1l'ensemble
électronique 34. On notera que pendant la phase de
solidification du liant 64, il est possible de maintenir
le fond 58 de l'enveloppe 28 en appui contre la surface 60
du bloc 62 ou alors de retirer le bloc 62 étant donné
qu'il n'y a plus de surpression exercée sur le liant 64,
comme c'est le cas lors de l'introduction de 1l'ensemble
électronique 34 dans la poche 66. On remarquera que
1'effet de surpression engendrée par l'introduction de
1'ensemble électronique 34 dans 1la poche 66 est
particuliérement présent lorsque les dimensions de la
section de la bobine introduite correspond sensiblement
aux dimensions de l'ouverture supérieure 26 de 1'enveloppe
20.

Une fois 1'ensemble électronique 34 introduit dans la
poche 66 et le liant 64 solidifié au moins partiellement,
il est prévu de séparer 1l'enveloppe 20, servant a4 former
le dispositif électronique, du réservoir 28. Pour ce
faire, on prévoit dans le présent mode de mise en oeuvre
un sectionnement au niveau de la ligne de coupe Y-Y. Ce
sectionnement peut &tre réalisé de diverses maniéres et
par exemple a l'aide d'une lame ou d'une source de
chaleur, tel un faisceau laser. Lors de ce sectionnement,
le substrat 36 de 1l'ensemble électronique 34 est séparé du
support 44, lequel reste avec le réservoir 28 et le liant
résiduel 68.
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On obtient alors un dispositif électronique,
notamment un répondeur 70, tel que représenté en coupe a
la figure 6. Le répondeur 70, définissant un deuxiéme mode
de réalisation d'un dispositif selon 1'invention, présente
une enveloppe 20 définissant une paroi externe de ce
répondeur 70. Ensuite, l'enveloppe 20 forme une poche
ouverte 66, cette enveloppe 20 présentant une ouverture
26. La surface 72 du répondeur 70 dans la région de
1'ouverture 26 est formée par le liant 64 solidifié dans
lequel est noyé 1l'ensemble électronique 34.

On notera que la forme géométrigue de la section du
répondeur 70 peut é&tre quelconque, la forme circulaire
représentée a la figure 2 n'étant nullement limitative.

On notera encore que l'enveloppe 20 est par exemple
en matidre plastique et gqgue le liant 64 est formé
notamment par une colle & deux composants, par exemple une
résine époxy, une résine acrylique ou encore une résine
polyuréthane. Dans le cas d'une résine époxy, le procédé
de fabrication décrit ci-avant est réalisé sensiblement a
température ambiante. On obtient ainsi un dispositif
électronique compacte et plein sans pour autant avoir
recours a une technique d'enrobage a chaud qui peut étre
nuisible pour le circuit imprimé 42.

Le réservoir prévu dans le procédé de fabrication

d'un dispositif électronique selon 1'invention peut
présenter diverses structures différentes. Il est
notamment possible de prévoir que ce réservoir soit formé
par diverses alvéoles définissant des entonnoirs
respectifs pour les enveloppes associées a ce réservoir.
_ Seloh une variante du mode de mise en oeuvre du
procédé décrit ci-avant, le réservoir est fermé apres
1'apport des ensembles électroniques de manieére a ce
qu'une surpression puisse étre engendrée dans le volume
défini par les enveloppes et le réservoir.

On notera que le liant peut, selon deux variantes,
étre apporté avant la fermeture du réservoir ou apres
celle-ci par une ouverture de remplissage permettant

d‘'apporter le liant sous pression. Dans ce dernier cas, il
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est notamment possible de prévoir un remplissage complet
du réservoir dont les dimensions sont réduites pour
limiter la quantité de liant résiduel.

On notera aussi que le liant peut de maniére générale
étre apporté avant ou aprés les ensembles électroniques.

Selon un autre mode de mise en oeuvre du procédé
selon l'invention, il est prévu de démouler le liant
solidifié dans les enveloppes et le réservoir, notamment a
l'aide du support 44 dans une variante utilisant des
éléments semblables & ceux représentés aux figures 2 et 3,
et ensuite de séparer le liant incorporant
individuellement les ensembles électroniques du liant
résiduel solidifié dans le réservoir. Dans ce cas-ci, le
dispositif obtenu n'a pas d'enveloppe externe.

On remargquera finalement que le procédé selon
l'invention est parfaitement adapté a la production en
grande série de dispositifs électroniques dans lesquels
les ensembles électroniques sont parfaitement protégés.
Toutefois, le procédé selon l'invention peut sans autre
8tre utilisé pour la production piéce a piéce d'un
dispositif électronigue. Dans ce cas, il est prévu un
réservoir propre a chaque enveloppe.
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REVENDICATIONS

1. Dispositif (2; 70) comprenant un ensemble
électronique (3; 34) et un enrobage (10, 12; 20, 64)
protégeant cet ensemble électronique, caractérisé en ce
que ledit enrobage est formé par une enveloppe externe
(12; 20), définissant une poche et présentant une
ouverture, et un liant solidifié remplissant entiérement
ladite enveloppe et formant une surface externe dudit
dispositif dans la région définie par ladite ouverture,
ledit ensemble électronique étant noyé dans ledit liant.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé
en ce que ladite enveloppe (20) présente, dans une région
située & une extrémité opposée a ladite ouverture, un trou
(54) de faible section.

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé
en ce que ledit trou (54) débouche sur un évidement
externe (56) formé dans ladite enveloppe.

4. Dispositif selon 1l'une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que ledit liant (10; 20)
est constitué par une colle a deux composants.

S. Dispositif selon 1l'une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que ladite enveloppe (12;
20) est en matiére plastigque. .

6. Dispositif selon 1l'une des revendications
précédentes constituant un répondeur, ledit ensemble
électronique (3; 34) comprenant un circuit intégré (4; 42)
relié électriquement & une bobine (6; 40).

7. Procédé de fabrication d'un dispositif (70)
caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes

- apport d'une enveloppe (20), définissant une
poche (66), ayant une ouverture superieure (26);

- apport d'un réservoir (28) disposé au-dessus de
ladite enveloppe, ce réservoir communiquant avec ladite
poche par ladite ouverture supérieure et ayant au moins
une ouverture de remplissage;

- apport d'un liant (64) sous forme liquide dans
ledit réservoir;
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- apport d'un ensemble électronique (34) dans
ladite poche par ladite ouverture supérieure;

- remplissage intégral de ladite poche par ledit
liant; 7

- durcissement dudit liant;

- séparation dudit dispositif, formé par ladite
enveloppe et ledit ensemble électronique noyé dans ledit
liant solidifié, dudit réservoir.

8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en
ce que la quantité dudit liant (64) apporté est supérieure
a la quantité de ce liant incorporée dans ledit dispositif
(70) résultant apreés ladite étape de séparation, cette
séparation étant opérée par un sectionnement au niveau de
ladite ouverture supérieure (26) de ladite enveloppe (20).

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en
ce que ledit réservoir (28) est venu de matiére avec
ladite enveloppe (20), ledit réservoir et ladite enveloppe
initialement apportés formant une seule piéce d'une méme
matieéere.

10. Procédé selon l'une des revendications 7 a 9,
caractérisé en ce que ladite enveloppe (20) apportée
présente un trou (54) dans sa partie inférieure.

11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en
ce que ledit trou (54) débouche sur un évidement externe
(56) agencé dans ladite enveloppe (20).

12. Procédé selon la revendication 10 ou 11,
caractérisé en ce que ledit trou (54) est fermé du coté
externe & 1ladite enveloppe (20) par des moyens
d'obturation lors de 1l'apport dudit ensemble électronique
(34) dans ladite poche (66) formée par ladite enveloppe.

13. Procédé selon l'une des revendications 7 a 12,
caractérisé en ce que ledit réservoir (28) fait office
d'entonnoir pour le remplissage de ladite poche par ledit
liant (64), le contour (30) de l'ouverture de remplissage
dudit réservoir définissant une surface dont les deux
dimensions principales sont supérieures au moins a la
moindre dimension de 1l'ouverture supérieure (26) de ladite
enveloppe. '
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14. Procédé selon l'une des revendications 7 a 13
dans lequel il est prévu de fabriquer simultanément
plusieurs dispositifs, caractérisé en ce que plusieurs
enveloppes (20, 20a, 20B, 20C) sont apportées avec un seul
réservoir commun (28) communiquant avec les poches,
définies par lesdites enveloppes, par les ouvertures
supérieures (26, 26A, 26B, 26C) de ces enveloppes,
plusieurs ensembles électroniques (34, 34A, 34B) étant
apportés et introduits respectivement dans lesdites
poches.

15. Procédé selon la revendication 14, caractérisé en
ce que lesdits ensembles électroniques (34, 34A, 34B) sont
reliés initialement entre eux par un support (44), ces
ensembles électroniques étant agencés sous ledit support
avec un espacement régulier (50) correspondant a
1'espacement (48) desdites enveloppes apportées (20, 20a,
20B, 20C), lesdits ensembles électroniques étant
introduits simultanément dans lesdites poches a l'aide
dudit support, ce support étant séparé de ces ensembles
électroniques lors de ladite étape de séparation dans
laquelle les dispositifs, formés respectivement par
lesdites enveloppes et lesdits ensembles électroniques
noyés dans ledit liant remplissant ces enveloppes, sont
séparés dudit réservoir commun.

16. Procédé de fabrication de dispositifs,
caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes

- apports de plusieurs enveloppes (20, 20a, 20B,
20C), définissant des poches, ayant des ouvertures
supérieures respectives (26, 26A, 26B, 26C);

- apport d'un réservoir (28) disposé au-dessus
desdites enveloppes, ce réservoir communiquant avec
lesdites poches par lesdites ouvertures supérieures et
ayant au moins une ouverture de remplissage;

- apport d'un liant sous forme ligquide dans ledit
réservoir;

- apport de plusieurs ensembles électroniques (34,
34A, 34B) dans lesdites poches respectives par lesdites
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ouvertures supérieures, ces ensembles électroniques étant
reliés entre eux par un support (44);
- remplissage intégral desdites poches par ;edit liant,
ce liant remplissant au moins partiellement ledit
réservoir;

- durcissement dudit liant;

- séparation dudit 1liant et desdits ensembles
électroniques dudit réservoir et desdites enveloppes; et

- séparation desdits ensembles électroniques,
enrobés par 1ledit 1liant solidifié dans lesdites
enveloppes, dudit support et dudit liant solidifié dans
ledit réservoir.
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